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１．概要（Summary） 

 Fig. 1 に示す 300 GHz 帯積層薄板 2 層構造中

空導波管スロットアレーアンテナおよび直線導

波路・共振器をシリコン加工技術により製作し

た。シリコンウェハの (1)パターンエッチング，

(2)メッキ，(3)接合，(4)ダイシングのうち，(1)と

(3)の技術代行を依頼した。  

 

Fig.1 Antenna structure 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 深堀りドライエッチング装置，紫外線ナノインプリントボン

ドアライメント装置，基板接合装置，高速マスクレス露光装

置，卓上顕微鏡 

・実験方法 

 シリコンウェハの厚さは 0.2 mm，直径は 4インチ

であり，アンテナでは 5枚，直線導波路・共振器では

3 枚使用した。昨年度確立した手順でエッチングを行

った。その後，接合は温度 300度，加重 9 kN，気圧

5×104 mBarで 1枚ずつ行った。 

 直線導波路は長さ 20 mm，40 mm，60 mmの 3種

類を作成し，その伝送量を測定した。共振器は同じ形

状を 2 個作成し，Q 値を測定した。アンテナは 16×

16素子アレーを 1個試作したが，現時点では未測定で

ある。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

アンテナおよび直線導波路・共振器は概ね製作できた

が，一部破損等が見られた。 

直線導波路の 350 GHz 付近での伝送損失は 0.9～

1.3 dB となった。表面の金メッキの実効導電率は 2.6～

5.4×107 S/mと見積もれた。2つの共振器の共振数周

波数はそれぞれ 351 GHzと 345 GHzとなり，設計の

350 GHzに近い値が得られた。Q値はそれぞれ 970と

780 であり，これらから見積もられた実効導電率は 4

～5×107 S/m となった。また共振器の伝送量はそれ

ぞれ26.5 dB と30.5 dB であり，換算の実効導電率

は 1.6～3.8×107 S/mとなった。3つの換算値にばら

つきが見られるので測定法を向上させる必要がある。

現時点で 1.6×107 S/m 以上が得られ，金の基準導電

率 4.5×107 S/mの 35 ％以上の高い値となっている。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・科研費挑戦的萌芽研究「シリコンウェハ加工技術を

用いた 300 GHz 帯高利得高効率広帯域平面アンテナ

の研究」 

・大阪大学永妻忠夫教授，京都大学井上良幸様，瀬戸弘
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